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投资者关系

活动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ■业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他：

参与单位名称

及人员姓名

社会公众投资者

时间 2026年 4月 2日下午 15:00-17:00

地点 微信小程序“投关易”

上市公司接待

人员姓名

公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，董事、董事会秘书兼副

总经理杨平彩女士，独立董事王雄元先生，董事、财务负责人姚红女士

投资者

关系活动

主要内容

介绍

业绩说明会就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况及其

他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：

问 1：1.公司的晶圆光刻胶生产原料近期是否受到国际局势的干扰？2.
公司的显示器件用光刻胶市场份额如何？是否面临价格竞争？谢谢！

答：您好！感谢您对公司的关注。关于高端晶圆光刻胶，公司已实现其

所需功能单体、主体树脂等核心原料的自主研发与制备，构建了稳定可控的

上游原材料体系。该布局有效保障了核心原料的稳定供应，大幅降低了对外

依赖风险，因此近期国际局势未对公司晶圆光刻胶生产原料造成影响。公司

核心原料研发与自身光刻胶产品工艺高度匹配，在纯度控制、性能适配性等

方面形成协同优势，为产品稳定生产与性能优化奠定坚实基础。关于 OLED
柔性显示用光刻胶，公司已成为国内主流显示面板厂客户核心供应商，国内

市占率领先，具备较强的市场竞争力与客户黏性。从竞争格局来看，公司凭

借在材料领域的技术积累、产品性能优势及与客户的深度合作，综合竞争力

明显。公司始终以产品性能、成本控制与客户服务为核心，持续巩固并提升

市场地位。

问 2：1. 2026年 CMP抛光垫、抛光液的收入与增速指引是什么？产能

利用率与扩产计划如何？2.公司在主流晶圆厂的份额提升目标是什么，今年

有望成为第一供应商的客户有哪些？ 3. 2026Q1业绩高增，各业务板块贡

献分别是多少？全年净利润是否有明确指引？



答：尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注。

1. 增速指引：公司 CMP 抛光材料为半导体核心耗材业务，2026 年将

依托国内主流晶圆厂客户份额持续提升、全制程产品批量导入、海外市场逐

步拓展三大核心驱动，维持收入快速增长态势。产能利用率：截至 2026 年

一季度末，公司武汉本部 CMP抛光硬垫月产能达 5万片（年产约 60万片），

产能利用率随订单增长持续稳步提升；潜江园区抛光软垫及缓冲垫产能处于

良性爬坡阶段，匹配下游精抛环节需求增长。抛光液与清洗液依托仙桃园区

万吨级产线，产能利用率维持较高水平，保障核心客户稳定供应。扩产计划：

公司正推进“光电半导体材料研发制造中心项目”，建设内容包含年产 40 万

片大硅片抛光垫、4000吨预聚体、200吨微球发泡等配套产能，项目投产后

将进一步完善 CMP材料全产业链布局，满足大硅片、第三代半导体等新领

域需求。未来公司将根据市场需求动态优化产能释放节奏。

2. 公司致力于持续提升在国内主流逻辑芯片、存储芯片制造厂商的供

应份额，巩固 CMP材料国产龙头地位，2026年公司将重点深化客户端验证

与产品渗透，助力中国半导体产业的发展。基于商业保密原则，具体客户名

称不便披露，相关进展将通过业务经营成果体现。

3. 2026年一季度公司预计归母净利润 2.4 亿元-2.6亿元，业绩高增主要

由半导体材料全业务线驱动。

公司 2026 年净利润以股权激励考核目标为核心导向：以 2023年归母净

利润为基数，净利润增长率目标值 350%（即 2026 年归母净利润目标值约

10 亿元）。公司将全力推进各业务板块产能释放与市场拓展，力争达成上

述考核目标。

问 3：请问 25 年 cmp 抛光垫、抛光液及清洗液、半导体显示材料、先

进封装材料的合作伙伴分别有哪些

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司半导体 CMP制程工艺材

料领域的 CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液客户主要为国内主流晶圆厂，

半导体显示材料领域的 YPI、PSPI、TFE-INK等产品的客户主要为国内主流

显示面板厂，半导体先进封装材料的客户主要为国内主流封测厂。公司凭借

产品优异的稳定性、安全性，以及服务的及时性、有效性，公司赢得下游客

户广泛信任，与半导体行业下游客户建立起稳固、互利共赢的客情关系，为

后续深化合作奠定坚实基础。客户的信任全力推动了新产品联合开发、验证

评估进程，为已有产品逐步放量、结合客户反馈优化产品提供了坚实支撑，

也为公司打造创新材料平台型企业、切入半导体材料领域其他关键新材料赛

道，实现长期持续稳步发展筑牢了基础。

问 4：去年财务费用大幅增加，未来是否会降杠杆、优化债务结构、降

低利息支出？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司 2025 年度财务费用增加

主要系报告期内银行借款及公司发行可转债利息增加所致。未来，公司将通



过经营现金流偿还高息贷款、低息置换高息、推动可转债转股、严控新增债

务等多种方式，稳步改善财务费用与杠杆水平。

问 5：你好，请问朱总，贵司筹划香港上市是基于什么考虑呢

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司目前正在筹划境外发行股

份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项，系为深化公司在创新材

料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提升公司品牌国际影响

力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，助力

公司高质量可持续发展，不断深化和拓展在半导体材料、面板显示材料及更

多高技术创新材料应用领域的竞争实力。

问 6：请问未来 1–2年制约毛利率进一步提升的主要因素是什么？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司已量产的半导体材料产品

具有一定的较强盈利能力，未来 1–2年制约毛利率的主要因素有：潜江、仙

桃产业园新产能转固折旧增加；研发持续高投入；高端晶圆光刻胶、先进封

装材料等新品尚处投入期等。随着公司高毛利产品占比持续提升、结构优化

及降本增效推进，中长期毛利率具备稳步提升的基础。

问 7：请问公司前五大半导体客户分别是哪些企业？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司半导体材料业务客户主要

为国内主流晶圆制造厂商和显示面板厂商，基于商业保密原则及客户信息保

护约定，具体客户名称不便披露，请您理解。

问 8：您好，请问朱总，公司潜江二期 300 吨 KrF/ArF 光刻胶量产线

已建成，产能爬坡进度如何？预计下半年贡献多少收入？已有 3款批量供货

产品，订单可见度多高？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司二期年产 300吨 KrF/ArF
高端晶圆光刻胶量产线的主体厂房及配套设施均已建成，成为国内首条“有
机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产

线，产线对标国际一流，实现高度自动化、信息化，同步完成产线与控制系

统数据库搭建及 AI分析赋能，大幅提升研发转化效率，有力推动光刻胶产

品从实验室成果向规模化稳定量产的高效转化。此外，公司 ArF、KrF光刻

胶产品已有 3款产品进入稳定批量供应阶段，超 12款进入加仑样测试阶段，

验证进展顺利。公司今年将持续做好高端晶圆光刻胶业务的市场推广和生产

上量工作，努力推动高端晶圆光刻胶产品收入增长。

问 9：公司 2025 年新增半导体客户数量及验证通过转量产的数量请问

是多少？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年公司半导体材料新增

客户及验证转量产数量均实现稳步增长，多款核心产品在多家晶圆厂、面板

厂完成认证并批量供货。因客户名单涉及商业敏感信息，不便披露，感谢您

的关注。

问 10：请问公司 cmp抛光垫是否有扩产计划？扩产周期需要多久？公



司是否有开拓其他 cmp化学品业务的计划？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司 CMP抛光垫业务已制定明确、

循序渐进的扩产规划，均基于下游晶圆厂扩产、国产替代深化及订单增长需

求的前瞻性布局。其中武汉本部抛光硬垫产线截至 2026 年一季度末，已完

成产能提升，月产能达 5万片（年产约 60 万片），当前产能利用率随订单

增长持续提升，可充分满足现有及短期增量订单需求。关于大硅片专用抛光

垫产能，公司正建设光电半导体材料研发制造中心项目，包含新增 40万片/
年大硅片抛光垫产能，重点适配大尺寸硅片、第三代半导体等新兴领域需求，

进一步完善产品矩阵与产能结构。软垫及配套产能：潜江园区已具备年产

20 万片抛光软垫及配套缓冲垫产能，当前处于有序爬坡阶段，同步匹配先

进封装、大硅片等细分领域需求增长。

未来，公司将持续以技术研发为核心、客户需求为导向，稳步拓展 CMP
核心材料矩阵，提升系统化供应与服务能力。相关业务进展请以公司定期报

告及临时公告为准。

问 11：公司打印耗材业务毛利率回升，是产品提价、结构优化、原材

料降价还是其他因素驱动？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司综合毛利率提升主要得益

于半导体材料业务规模持续扩大、高毛利产品占比提升，以及公司耗材产品

结构优化、成本管控与运营效率改善等多重因素共同推动。

问 12：请问一季度业绩预告中的利润，有没有包含皓飞的利润？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司一季度业绩增长主要系半

导体材料业务营业收入稳步增长。皓飞新材自 3月起纳入合并范围，将对二

季度利润产生积极贡献。

问 13：公司年报中提到 2025年首次实现抛光垫单月销量破 4万片的历

史新高，那 2026年一季度的销量怎么样？目前的产能能否支撑？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2026 年一季度公司抛光垫销

量保持增长、态势良好。武汉本部抛光硬垫产线产能已达到月产 5万片左右

（即年产约 60 万片），叠加潜江产业园软垫产能，当前产能利用率维持在

良好水平，可充分支撑业务发展。

问 14：公司 2025 年半导体材料整体收入占比已超 57%，其中**CMP
抛光垫、抛光液、显示材料、先进封装材料各自收入、增速、毛利率分别是

多少？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年度公司半导体材料各

细分业务经营情况如下：①CMP 抛光垫业务：实现销售收入 10.91 亿元，

同比增长 52.34%；其中四季度销售收入 2.96亿元，同比增长 53.40%。②CMP
抛光液及清洗液业务：实现销售收入 2.94 亿元，同比增长 36.84%；其中四

季度销售收入 9,132万元，同比增长 21.72%。③半导体显示材料业务：实现

销售收入 5.44亿元，同比增长 35.47%；其中四季度销售收入 1.31亿元，同

比增长 9.14%。④半导体先进封装材料业务：2025年销售收入 1,176万元。



其他详细经营信息请您查阅公司 2025 年度报告。

问 15：在半导体显示材料方面，年报提到仙桃产业园年产 1,000吨 PSPI
产线已顺利投产并实现稳定批量供货，仙桃年产 800 吨 YPI 二期项目已如

期完工并进入试运行阶段，那目前的产能能否满足销量增长需求？

答：尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注。公司目前仙桃产业园

PSPI、YPI现有产能整体能够匹配当前下游客户订单及销量增长需求，产线

运行稳定，可保障主流面板客户的规模化、连续性供应。其中，年产 1,000
吨 PSPI产线已实现稳定批量供货，产能利用率随订单增长保持在合理水平；

年产 800吨 YPI二期项目已完工进入试运行，正有序开展工艺优化与产能爬

坡，进一步补充了 YPI产品的供应能力，有效缓解了前期产能偏紧的状况，

为后续柔性 OLED市场需求增长预留了充足弹性空间。

公司将根据下游显示行业景气度、客户扩产节奏及订单增量情况，动态

优化产能释放节奏，并持续推进产线智能化升级与效率提升。若未来市场需

求出现超预期增长，公司将结合整体规划适时研究后续产能布局，确保供应

安全稳定。

问 16：大硅片抛光垫、碳化硅为代表的化合物半导体用抛光垫等市场

推进进展怎么样？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司积极拓展大硅片、第三代

半导体、先进封装等新领域市场，成功切入并获取订单，产品应用场景持续

拓宽。

问 17：请说明下铜及铜阻挡层抛光液、金属栅极（钨、铝）抛光液、

浅槽隔离抛光液、多晶硅、氮化硅等抛光液以及清洗液到目前为止的订单落

地、客户端推进情况。

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025年，公司 CMP抛光液、

清洗液业务累计实现产品销售收入 2.94亿元，同比增长 36.84%；其中，第

四季度实现产品销售收入 9,132 万元，同比增长 21.72%。CMP 抛光液产品

中铜及铜阻挡层、金属栅极（钨、铝）、浅槽隔离等新品类不断突破，多晶

硅、氮化硅等品类持续稳步放量。核心原材料研磨粒子自主供应链优势持续

巩固，搭载自产四大体系研磨粒子（超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧

化铝、氧化铈）的抛光液产品市场接受度稳步提升，为产品市场拓展与产能

释放提供坚实支撑。铜及铜阻挡层抛光液，搭载自主化氧化硅研磨粒子等核

心原材料，产业化推进成效显著。2025 年，相关产品实现首次订单落地，

多款产品在客户端持续稳定上量，另有多款产品在客户端加速导入中。金属

栅极（钨、铝）抛光液，依托自主化氧化铝研磨粒子等核心原材料，客户认

可度与需求度持续提升。存量客户端供应量稳定扩增，并不断有新型号产品

通过验证并持续上量。浅槽隔离抛光液，采用自主化氧化铈研磨粒子等核心

原材料，在客户端验证实现重大突破，多款产品验证顺利并进入收尾阶段，

为后续订单拓展奠定坚实基础。多晶硅、氮化硅等抛光液，存量客户用量持

续提升，同时积极配合客户工艺需求开发定制化产品，围绕研磨粒子性能优

化与化学配方升级双向发力，相关产品品类已稳居国内领先地位。



问 18：请说明下半导体封装 PI、临时键合胶、高端晶圆光刻胶到目前

为止的订单落地、客户端推进情况。

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年度，公司半导体先进

封装材料产品实现销售规模快速提升，整体业务迈入稳步放量新阶段，新产

品验证导入与市场推广成效显著。半导体封装 PI 方面，公司已布局 7 款产

品，目前共有 2款产品取得多家客户订单，在售型号数量及覆盖客户范围持

续扩大，订单增长动能进一步增强。临时键合胶方面，在已有客户实现稳定

规模出货的同时，成功取得新客户订单突破，市场拓展与产品应用持续深化。

2025 年，半导体先进封装板块整体销售额突破千万元大关，业务规模实现

跨越式提升。此外，公司持续推进重点产品在国内各主流封测厂客户的验证

导入，积极开拓新的重点客户群体，不断拓宽业绩增长空间与产品布局边界，

为半导体先进封装材料业务长期发展奠定坚实基础。

在高端晶圆光刻胶业务方面，公司浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶业务

稳步推进、加速突破，在国内实现“全制程”与“全尺寸”覆盖。产品开发及市

场拓展方面，公司已布局超 30款高端晶圆光刻胶，超 20 款产品完成客户送

样验证，其中超 12 款进入加仑样测试阶段，验证进展顺利。已有 3款产品

进入稳定批量供应阶段，同时成功开拓多家新客户并同步开展产品验证，客

户结构持续优化，商业化进程显著加快。具体情况可关注公司公开披露的

《2025年年度报告》。

附件清单 无

日期 2026年 4月 2日


